
TIG®780-56
导热膏规格书

5.6 ISO22007导热系数（W/m·K）

-

-

＜0.02

＜0.15

油离度（%）@150℃，24小时

挥发量（%）@150℃，24小时

建议使用温度范围（℃） -40~200 -

热阻抗（℃·in2/W）@30psi 0.008 ASTM D5470

密度（g/cm3） 2.65 ASTM D792

黏度（mPa·s）@25℃ 220000 ASTM D2196

TIG®780-56 特性表

＞1.0×1012体积电阻率（Ohm·cm） ASTM D257

产品特性 典型值 测试方法

颜色 灰色 目视

结构&成份 陶瓷填充有机硅  -

最小界面厚度（mm） 0.026 -

TIG®780-56 是一种膏状导热界面材料，专为各类中高功率电子元器件的散热而设计。材料在典型装配压力

与微小填充厚度下，可充分润湿接触表面，有效排除界面空气，形成连续热传导路径。该产品可广泛适用于

网络通信、安防监控、家用电器及常规工业控制硬件等对成本与性能均有要求的通用电子设备散热场景。

 低热阻
 高的热传导率
 优异的润湿性，能充分浸润接触表面，消除空气间隙
 可操作时间长，无毒环保

特性

 LED照明
 ASICS芯片
 CPU、GPU与散热模组界面填充
 车载控制单元

应用

Ziitek Technology Ltd（兆科科技有限公司）及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的，产品规格可能因技术改动或优化

而调整，恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担，Ziitek（兆科）本公司不对产品的适用性、可销售性或特定用

途作任何保证，亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek（兆科）及其标志为公司或关联公司所有。
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全球方案：在地服务
中国：+86-769-38801208

台湾：+886-2-2277-1007

加拿大：+001-604-2998559

越南：+84-396852859
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